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IT) 

^ (57) Abstract: The invention relates to a support (4) with solder globule elements (1), for assembly of substrates (2) with globule 
contacts. The invention further relates to a unit for assembly of substrates (2) with globule contacts and a method for assembly of 

S substrates (2) with globular contacts. The support (4) comprises an adhesive layer (5) applied to one side thereof, whereby said 
adhesive layer (5) largely loses the adhesive force thereof on irradiation. The support (4) further comprises solder globule elements 

O(l), tightly packed in rows (6) and columns (7) on the adhesive layer (5) at given separations (w) for a semiconductor chip or a 
semiconductor component. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Trager (4) mit Lotkugelelementen (1) fUr ein Bestucken von Substraten (2) 
mit Kugelkontakten. Ferner betrifft die Erfindung eine Anlage fur ein Bestucken von Substraten (2) mit Kugelkontakten und ein 
Verfahren fUr ein Bestiicken von Substraten (2) mit Kugelkontakten. Dazu weist der Trager (4) eine einseitig aufgebrachte Kleb- 
stoffschicht (5) auf, wobei die Klebstoffschicht (5) ihre Adhasionskraft bei Bestrahlung weitestgehend verliert Ferner weist der 
Trager (4) Lotkugelelemente (I) auf, die dichtgepackt in Zeilen (6) und Spalten (7) auf der Klebstoffschicht (5) in vorgegebener 
Schrittweite (w) fur einen Halbleiterchip oder ein Halbleiterbauteil angeordnet sind. 



